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(54) Tavné lepidlo

ReSeni se tykd tavného lepidla pro lepeni
obalovych materidld, p¥edevsim papirovych,
jako jsou kartony, sklddadky apod., a to pfe-
dev8im na automatickych linkdch. Je ho v3ak
moZno pouZit i ve stavebnictvi{ p¥i lepeni
izolaéniho materidlu na krytinu, dédle pro
laminovdni ridznych materidld a také pf¥i spo-
jovédni dvou nesourodych materidli (nap¥iklad
hlinfikovy plech s polystyrenem). Jeho pod-~
stata spolivd v tom, Ze obsahuje 15 aZ 30
hmot. dild termoplastickych latek, 30 aZ 60
hmot. dflu prysky¥ic, 15 aZ 25 hmot. dild
voskovych komponent a do 0,3 hmot. dflu
antioxidad&nf{ 1l&tky.
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Vyndlez se tyka tavnéh6 lepidla pro lepeni obalovych materi&ld, p¥edeviim papirovych,’
jako jsou kartony a sklddagky, s vfhodou na automatickych linkdch. Je ho vEak moZno poufft
i ve stay;bnictvi pEi lepeni izola&niho materidlu na krytinu, ddle pro laminov&ni rdznych
materidld a také p¥i spojovdni dvou nesourodych materidlit, jako nap¥iklad hlinfkového plechu
s polystyrenem.

Tavni lepidla mus{ byt snadno tavitelnd p¥i teplotdch okolo 130 °C s optim&ln{ viskozi-
tou pfi EpracovatelsRYCh teplotéch s dobrou sméleci schopnostf v taveniné a termooxidadni
stabilitou. Z4roveh musf{ mit dostatednou pevnost spelu. Dosud pou¥{van& tavn& lepidla jsou
rizného slofenf, pfevd#n& na bdzi kopolymeru etylen-vinylacetdtu, pryskyfic a anorganickgch
plnidel, s pfipadnym p¥idavkem zm&k¥ovadla, a ne vidy pln& vyhovuji vem pofadavkim na né&
kladenym.

Vy$e uvedenym kvalitativnim poZadavkim odpovid4 tavné lepidlo podle vyndlezu, jeho¥
podstata spoli#d v tom, Ze -obsahuje 15 aZ 30 hmotnostnfch df18 termoplastickgch latek, 30 a%
60 hmotnostnich dild prysky¥ic, 15 aZ 25 hmotnostnich dild voskovych komponent a do 0,3 hmot.
dflu antioxida&ni 1latky. Z&kladni sloZku tavného lepidla podle vyndlezu tvo¥i termoplastické
létky, smés kopolymeru etylen—&inylacetétu v mnoZstvi 70 aZ 100 hmotnostnich d{ld a polyety-
lenem v mnoZstvi 0 a% 30 hmotnostnich dfld. P¥itom je vyhodné pouZit kopolymer s obsahem
nejméné 30 hmot. dfld vinylacetditu a vysokotlaky nizkomolekuldrn{ polyétylen s tavnym indexem
200 g/10 min p¥i 190 °c, ktery se p¥i tepelném zpracovdni za p¥istupu vzduchu S&ste&n& odbou-
rdvé za vzniku poldrni katonické skupiny > C=0.

Dal${ dlleZitou sloZkou lepidla jsou p¥irodnf pryskyfice, a to s vyhodou kalafuna (&{slo
kyselosti max. 180 mg KOH/g a &fslo zmydeln&ni 160 aZ 195), smdsny ester glycerinu a prysky-
‘fiEnYCh kyselin (teplota m&knuti 85 a% 95 °Cc, &fslo kyselosti max. 10 mg KOH/g), p¥ipadn&
ester pentaerytritu a pryskyfi&ngch kyselin obsaZenych v kalafuné (teplota m&knutf 95 a%

105 °c, &islo kyselosti max. 20 mg KOH/g) v poméru 0 a% 2:1:0 aZ 0,6 hmot. d{lu.

Jako voskové komponenty obsahuje lepidlo napfiklad parafin (coZ jsou normdlni alkany,
v mensf mife i izoalkany a cyklické uhlovodiky majfci{ v Fet&zci 20 a¥ 35 uhlikl) teploty
tuhnut{ 58/60, ceresin (co¥ je sm&s vysokomolekuldrnich alkanl a izoalkanl) s teplotou skép-
nut{ 65/70 a nizkomolekuldrni{ polymer etylenu (teplota tavenf 100 a% 104 °c, &fslo kyselosti
0 aZ 30 mg KOH/g) v pomé&ru 1:0,7 a%Z 1:0,3 a% 0,4 hmot. dfl8. Jako antioxida&n{ l&tka se
osvédeil 2,6-di~terc-butyl-metylfenol. Fin&lnf produkt m& m&rnou hmotnost 0,91 a% 0,94 kg/m3
a teplotu m&knutf kulikou a krouikem 60 a% 70 °c.

Tavnd lepidla podle vyndlezu maji ¥adu vyhod. Kombinace kopolymeru etylenvinylacetdtu
s vy$3im obsahem vinylacetdtu s polyetylenem zajisfuje optim&ln{ viskozitu lepidla p¥i zpra-
covatelskych teplotdch a v pom&ru k ostatnim slofkdm i zvySenou termooxida®ni stélost lepidla.
Pfisada polyetylenu ddle zvySuje adhezi tavného lepidla k riznym materidlim a z&roven zvy3uje
pruZnost a tim i odolnost spojl p¥i nizkych teplotdch. Prysky¥ice p¥f{znivé ovliviuje lepivost
a tavitelnost, voskové komponenty bak tekutost a sm&livost taveniny tavného lepidla. Antioxi-
da&ni slofka p¥ispiv4d k odolnosti lepidla proti termooxidadni degradaci. Tavné lepidlo podle
vyndlezu je snadno tavitelné, m4 dobrou smé¥eci schopnost, netvo¥f tisady v tavicim za¥fzentf,
mé -dobrou termooxidaini odolnost a zaji8tuje dostate&nou pevnost lepeného spoje, a to i v nej-

tend{ vrstvé.

Lepeni obalovych materidld se provddi nanesenim optimdlnf vrstvy taveniny lepidla o Eep-
lot& 120 a¥ 170 °C n4st¥ikem nebo otiskem a nislednym okamfitym p¥iloZenim lepenych materi-
414. Lepeni lze té% provAdd&t nanesenfm filmu taveniny lepidla na lepeny materidl p¥edem do
zatuhnut{ a vlastni p¥ilepenf{ provddét po novém zah¥&tf filmu lepidla p¥iloZenim lepenych

materidld a novém zatuhnuti.
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Piiklady provedent
Pou¥ité suroviny:

kopolymer vinylacetdtu s obsahem min. 30 hmot. dild vinylacetédtu .
vysokotlaky nizkomolekuldrni polyetylen s tavnym indexem 200 g/10 min p¥i 190 °¢

w

C smésny ester glycerinu a pryskyfiénych kyselin (teplota mé&knut{ 85 a% 95 0C, ¢i{slo kyse~
losti max. 10 mg KOH/g)

D smésny ester pentaerytritu a krysky¥iénych kyselin (teplota m&knuti 95 a% 105 oC, &islo
kyselosti max. 20 mg KOH/g)

E p¥irodni pryskyfice (kalafuna) (&fslo kyselosti max. 180 mg KOH/g, ¢islo zmydeln&ni 160

az 195)

parafin s teplotou tuhnuti 58/60

ceresin s teplotou sképnut{ 65/70

nfzkomolekuldrni polymer etylenu s teplotou tdnf 100 a3 104 °c

H m oo m

2,6-di-terc—butyl—metylfenol.

Surovina Pf{klad 1 P¥iklad 2 Pi¥{klad 3 Pr{klad 4
A 19,8 kg 18,7 kg 14,0 kg 14,4 kg
B - - 6,0 kg 3,6 kg
C 19,8 kg 39,7 kg 39,0 kg 36,0 kg
D - 20,0 kg - 24,8 kg
E 39,0 kg = 20,0 kg -
F 9,8 kg 10,4 kg 10,0 kg 10,0 kg
G 8,2 kg 7,3 kg 7,0 kg 7.0 kg
H 3,2 kg 3,7 kg 3,8 kg 4,0 kg
I 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg

PREDMET VYNALEGZU

Tavné lepidlo vyzna&ené tim, Ze obsahuje 15 a% 30 hmotnostnich dilt termoplastické latky
tvofené smés! kopolymeru etylenvinylacetétu s obsahem minimdln& 30 vinylacetdtu s vysoko-
tlakym nfzkomolekuldrnfim polyetylenem s tavnym indexem 200 g/10 min p¥i 190 °C, a to v poméru
0,7 aZ 1:0 a% 0,3 hmotnostnfch dil4, déle 30 a% 60 hmotnostnfch dfla sm&si obsahujic{ p¥irod-
ni prysky¥ici, prysky¥ici esterifikovanou glycerinem a pryskyfici esterifikovanou pentaerytri-
tem zastoupené v pom&rném mnofstvi 0 aZ 2:1:0 az 0,6 hmotnostnich dild, 15 a% 25 hmotnostnich
dflt sm&si voskovych komponent, jako parafinu s teplotou tuhnuti 58/60, ceresinu s teplotou
skdpnut{ 65/70 a nizkomolekuldrniho polymeru etylenu s teplotou taveni 100 a3 104 °c, které
jsou zastoupeny v pom&rném mnoistvi 1:0,7 a% 1:0,3 a% 0,4 hmotnostnich dilt, a antioxidadni
latku jako je 2,6-di-terc-butyl-metylfenol v mnoistvi a3 0,3 hmotnostniho dflu.
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